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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steuerplatine fur
industrielle Apparaturen, in denen ein Mikrocomputer
verwendet wird, und insbesondere eine Konfiguration
einer Hauptplatine fur Busse, die zwischen Leiterplat-
ten mit unterschiedlichen Funktionen eine Verbin-
dung herstellen, sowie auf die Verbinderstruktur hier-
von.

Stand der Technik

[0002] Eine Hauptplatine fur einen Bus zum Verbin-
den vieler funktionaler Leiterplatten wie etwa einer
E/A-Karte, einer Speicherkarte und einer CPU-Karte
(diese Karten werden, wenn sie mit einer Hauptplati-
ne verbunden sind, "Tochterplatinen" genannt) Gber
Verbinder und zum Ausflihren einer Kommunikation
zwischen diesen Tochterplatinen wird fiir viele indus-
trielle Apparaturen einschlieBlich einer Mef3- und
Steuerapparatur und einer medizinischen Apparatur
in groRem Umfang verwendet. Die Normen flr Bus-
se, die flr Hauptplatinen verwendet werden, sind in
Industrienormen wie etwa der IEEE-Norm und der
ICE-Norm spezifiziert worden, wobei viele verschie-
dene Hauptplatinen fiir Busse wie etwa eine Haupt-
platine fir einen VME-Bus und eine Hauptplatine fir
einen CPCI-Bus, die diesen Normen entsprechen,
entsprechend der GroéRRe der zu verbindenden Platine
und der Anzahl von Steckplatzen in den Handel ge-
langt sind.

[0003] In einer solchen Hauptplatine fir einen Bus
(die auch "Backplane" oder Backboard" genannt
wird) laufen Uber eine Busleitung, die auf der Haupt-
platine ausgebildet ist, Hochfrequenz-Steuersignale.
In neuartigen Systemen ist die Anzahl der Bits, die
die Verarbeitungseinheit eines Mikrocomputers dar-
stellt, von 16 Bits auf 32 Bits und auf 64 Bits gestie-
gen, ferner sind die Geschwindigkeit der Steuersig-
nale ebenso wie die Frequenz mit steigender Refe-
renztaktgeschwindigkeit angestiegen. Daher werden
gesendete Hochfrequenzsignale an der Busleitung
reflektiert, wobei diese Reflexionskomponente den
Steuersignalen als Rauschen uberlagert wird, was
den stabilen Betrieb des Systems stért. Um solche
Stoérungen in einer Hauptplatine fur einen Bus, Uber
den eine Hochgeschwindigkeitskommunikation er-
folgt, zu verhindern, ist in der Nahe des letzten Steck-
platzes der Busleitung eine Hochgeschwindig-
keits-Schottkydioden-Anordnung  (AbschluRwider-
stand) angebracht worden, um Hochfrequenzsignale
zu absorbieren, so dal® das Reflexionsrauschen auf
der Busleitung nicht erzeugt wird.

[0004] Die Anbringung des obigen AbschluRwider-
standes auf einer Hauptplatine erhdht jedoch die An-
zahl der auf der Hauptplatine anzubringenden Kom-
ponenten, mit der Folge, dal® der Anbringungsraum
herkdmmlicher Komponenten wie etwa Verbinder fur

Kartenverbindungen, Kondensatoren und Anschlus-
se abnimmt oder die GroRe der Hauptplatine zu-
nimmt.

[0005] Eine Lésung fir dieses Problem besteht da-
rin, eine kleine Leiterplatte mit einem AbschluRwider-
stand in der gleichen Weise wie andere Tochterplati-
nen herzustellen und diese kleine Platine in den letz-
ten Steckplatz auf der Hauptplatine einzusetzen. Bei
dieser Losung belegt jedoch eine kleine Platine mit
einem AbschluRBwiderstand (im folgenden auch Ab-
schlufplatine genannt) den letzten Steckplatz auf der
Hauptplatine, wodurch die Anzahl verfiigbarer Steck-
platze fur den Nutzbetrieb verringert wird.

[0006] Ausder US 5530623 ist eine Leiterplatte be-
kannt, auf der mehrere Speichermodule montiert
sind, die durch Daten- und Steueribertragungsleitun-
gen innerhalb der Leiterplatte miteinander verbunden
sind. Miteinander in Zusammenhang stehende Spei-
chermodule (wie z.B. SIMM-Speichermodule) wer-
den nacheinander in entsprechende Speichersteck-
platze, die auf der Leiterplatte angeordnet sind, ein-
gesteckt, wodurch jeweils ein offener Schaltkreis ei-
ner Ubertragungsleitung geschlossen wird. Auf diese
Weise wird die Léange der Ubertragungsleitung zum
nachsten Steckplatz verlangert.

[0007] Die DE 197 23 876 beschreibt eine Hauptpla-
tine, auf der mehrere Speichermodule in auf der
Hauptplatine montierten Verbindern angeordnet sind.
Zudem sind auf der Platine eine Taktausgabeschal-
tung und eine Speichersteuerung angeordnet. Eine
erste Ubertragungsleitung zum Ubertragen des Takt-
signals ist ausgehend von der Taktausgabeschaltung
zu den Verbindern hin verlegt und eine zweite Uber-
tragungsleitung ist ausgehend von der Speichersteu-
erung zu den Verbindern hin verlegt, wobei beide
Ubertragungsleitungen mit den Verbindern in Reihe
geschaltet sind.

Aufgabenstellung

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
eine Hauptplatine zu schaffen, bei der ein Abschluf3-
widerstand ohne Verringerung des Montageraums
der Hauptplatine oder ohne Erhéhung der Grofde der
Hauptplatine installiert werden kann und bei der ein
AbschluRwiderstand ohne Verringerung der Anzahl
verflgbarer Steckplatze installiert werden kann.

[0009] Diese Aufgabe wird geldst durch eine Haupt-
platine nach Anspruch 1. Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den abhangigen Anspriichen angege-
ben.

[0010] Eine Hauptplatine gemaf der Erfindung um-
fallt mehrere Verbinderelemente (z. B. Steckverbin-
der), die an der Vorderseite der Platine installiert sind,
und eine Busleitung fiir die Verbindung dieser mehre-
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ren Verbinderelemente miteinander, um eine Verbin-
dung mehrerer Tochterplatinen miteinander, die mit
den mehreren Verbinderelementen verbunden sind,
zu ermdoglichen. Auf der Hauptplatine ist eine Ab-
schluf3platine, die einen AbschluBwiderstand fir die
Verringerung des Reflexionsrauschens der Buslei-
tung enthalt, mit demjenigen der mehreren an der
Vorderseite der Hauptplatine installierten Verbindere-
lemente verbunden, das sich an der letzten Stufe der
Busleitung befindet.

[0011] Bei dieser Konfiguration ist ein Abschluf3wi-
derstand (Hochgeschwindigkeits-Schottkydio-
den-Anordnung), der bisher in der Nahe des letzten
Steckplatzes einer Hauptplatine installiert war, auf
der AbschluBplatine installiert und mit dem Verbin-
derelement der letzten Stufe der Busleitung wie ir-
gendeine weitere Tochterplatine verbunden. Da der
AbschluBwiderstand von der Hauptplatine entfernt
ist, kann entweder der Montageraum fir andere
Komponenten erhoht oder die GréRRe der Hauptplati-
ne verringert werden.

[0012] Eine weitere Hauptplatine gemaf der Erfin-
dung umfal3t wie die obenbeschriebene Hauptplatine
mehrere Verbinderelemente, die an der Vorderseite
der Platine installiert sind, und eine Busleitung zum
Verbinden dieser mehreren Verbinderelemente mit-
einander, um eine Verbindung mehrerer Tochterplati-
nen miteinander, die mit den mehreren Verbinderele-
menten verbunden sind, zu ermdglichen. In dieser
Hauptplatine ist ein Verbinderelement (z. B. ein
Steckverbinder) an der Stelle, an der eine Abschluf3-
platine, die einen AbschlufRwiderstand fur die Verrin-
gerung des Reflexionsrauschens der Busleitung um-
faldt, angeschlossen ist, auf der Ruckseite desjeni-
gen der mehreren an der Vorderseite der Hauptplati-
ne installierten Verbinderelemente installiert, das sich
an der letzten Stufe der Busleitung befindet.

[0013] Bei dieser Konfiguration ist ein Abschluf3wi-
derstand, der bisher auf der Hauptplatine installiert
war, auf der Abschluf3platine installiert, die ihrerseits
wie irgendeine andere Tochterplatine mit demjenigen
Verbinderelement verbunden ist, das auf der Rick-
seite des Verbinderelements an der letzten Stufe der
Busleitung installiert ist. Da der Abschlu3widerstand
von der Hauptplatine entfernt ist, kann entweder der
Montageraum fir andere Komponenten erhdht oder
die GroRe der Hauptplatine verringert werden. Auch
bei dieser Konfiguration belegt die AbschluRplatine
nicht den an der Vorderseite der Hauptplatine ange-
brachten AbschluRsteckplatz, so dalk samtliche
Steckplatze auf der Vorderseite der Hauptplatine fir
den Anschlul von Nutz-Tochterplatinen verwendet
werden kénnen, so dal die Steckplatze effektiv ge-
nutzt werden kdénnen.

[0014] Vorzugsweise ist die mit der Hauptplatine zu
verbindende Abschul3platine in der Weise installiert,

dafl die Komponentenmontageflache der Karte der
AbschluBplatine zu den anderen Tochterplatinen, die
mit der Hauptplatine zu verbinden sind, parallel ist.
Bei dieser Konfiguration ist die Abschluf3platine par-
allel zu den anderen Tochterplatinen installiert, so
dall die Abschuliplatine die Montage der anderen
Tochterplatinen nicht stért und die Abmessung in
Breitenrichtung (Abmessung in Richtung der Anord-
nung der mehreren Steckplatze des diese Hauptpla-
tine aufweisenden Systems) verringert werden kann,
wodurch ein kompaktes System geschaffen werden
kann.

[0015] Wenn der Verbindungsanschlul3 der Ab-
schlufplatine an der Ruckseite der Hauptplatine in-
stalliert ist, ist die Abschluf3platine, die mit der Haupt-
platine verbunden werden soll, vorzugsweise so kon-
figuriert, dal die Komponentenmontageflache der
Karte der Abschlu3platine zur Hauptplatine parallel
ist. Bei dieser Konfiguration steht die AbschluRplatine
nicht von Ruckseite der Hauptplatine vor, weshalb die
Abmessung in Tiefenrichtung der Hauptplatine (Di-
ckenrichtung des Systems) verringert werden kann,
wodurch ein kompaktes System geschaffen werden
kann.

[0016] Der Anwendungsbereich der Erfindung wird
aus der folgenden genauen Beschreibung deutlicher.
Selbstverstandlich werden jedoch die genaue Be-
schreibung und die spezifischen Beispiele unter An-
gabe bevorzugter Ausflihrungsformen der Erfindung
lediglich zur Erlauterung angegeben, da verschiede-
ne Anderungen und Abwandlungen innerhalb des Er-
findungsgedankens und des Umfangs der Erfindung
dem Fachmann anhand dieser genauen Beschrei-
bung deutlich werden.

Ausfihrungsbeispiel

[0017] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
werden deutlich beim Lesen der folgenden Beschrei-
bung bevorzugter Ausflihrungsformen, die auf die
beigefiigte Zeichnung Bezug nimmt; es zeigen:

[0018] Fig.1 eine perspektivische Ansicht einer
Konfiguration einer Hauptplatine der Erfindung;

[0019] Fig. 2 eine Vorderansicht der Hauptplatine
nach Fig. 1;

[0020] Fig. 3 eine Draufsicht zur Erlduterung eines
Verbindungszustands von Tochterplatinen und einer
Abschluplatine mit der Hauptplatine;

[0021] Fig. 4 eine vierseitige Ansicht zur Darstel-
lung einer Abschluplatine, die mit der Hauptplatine
verbunden werden soll;

[0022] Fig. 5 eine Draufsicht zur Erlduterung eines
Verbindungszustands von Tochterplatinen und einer
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AbschluBplatine mit einer weiteren Hauptplatine;

[0023] Fig. 6 eine vierseitige Ansicht zur Darstel-
lung einer Konfiguration der in Fig. 5(A) gezeigten
AbschluRplatine TB,; und

[0024] Fig. 7 eine vierseitige Ansicht zur Darstel-
lung einer Konfiguration der in Fig. 5(B) gezeigten
Abschluf3platine TB,.

[0025] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht einer
Hauptplatine MB (Hauptplatine fiir einen CPCI-Bus)
gemal der Erfindung, wahrend Fig. 2 eine Vorderan-
sicht dieser Hauptplatine MB ist. Die Hauptplatine MB
umfaldt eine Leiterplatte 11, Steckverbinder 12, die
mehrere Steckplatze zum Anschlief3en von Tochter-
platinen (in diesem Beispiel acht Steckplatze) bilden
und auf der Vorderseite (Verbindermontageflache)
der Platte 11 installiert sind, einen Stromversor-
gungsanschlufd 13, der an der Riickseite der Leiter-
platte 11 installiert ist und Uber den die Versorgung
mit mehreren Spannungen und/oder die Erdung er-
folgt, sowie montierte Komponenten wie etwa einen
Leitungsfilter-Kondensator und Jumper-Stifte (nicht
gezeigt).

[0026] Die Steckverbinder 12, die die einzelnen
Steckplatze S1-S8 bilden, umfassen jeweils einen
P1-Verbinder mit 7 Reihen in Querrichtung x 25 Spal-
ten in Langsrichtung einer Stiftmatrix sowie einen
P2-Verbinder mit 7 Zeilen in Querrichtung x 22 Spal-
ten in Langsrichtung einer Stiftmatrix, die vertikal ver-
bunden und zu einem einzigen Steckverbinder inte-
griert sind, wie in Eig. 2 gezeigt ist. In dem P1-Verbin-
der, der am Boden angeschlossen ist, ist unter Ver-
wendung der drei mittleren Spalten der 25 Spalten in
Langsrichtung ein Einschubfehler-Verhinderungskeil
K, installiert, so da eine in vertikaler Richtung umge-
kehrte Verbindung verhindert wird, wenn eine Toch-
terplatine angeschlossen wird.

[0027] Die Leiterplatte 11 besitzt eine Schichtstruk-
tur, die beispielsweise zehn Verdrahtungsschichten
umfafdt, wobei sich auf jeder Schicht eine gedruckte
Verdrahtung befindet und auf jeder Schicht eine Bus-
leitung, die die Stiftzeilen jedes Steckplatzes (Steck-
verbinders) verbindet, ausgebildet ist, etwa ausge-
hend von der Vorderseite der Platte eine Massever-
drahtungsschicht, eine Busleitungs-Verdrahtungs-
schicht einer Zeile und einer c-Zeile und eine
V(E/A-)-Busleitungsverdrahtungsschicht.

[0028] Aufder Hauptplatine fiir einen Bus mit dieser
Struktur sind funktionale Platinen (Tochterplatinen)
DB gemal der Systemkonfiguration in entsprechen-
de Steckplatze eingesteckt. Diese funktionalen Plati-
nen umfassen eine CPU-Platine zum Steuern des
Gesamtsystems, eine E/A-Karte fur Eingabe- und
Ausgabeoperationen mit externen Vorrichtungen,
eine Speicherkarte zum Speichern spezifischer Wer-

te von Sequenzen und des Systems sowie eine Gra-
phikkarte zum Ausflihren arithmetischer Verarbeitun-
gen fur die Anzeige dreidimensionaler Bilder. Diese
Tochterplatinen DB kommunizieren miteinander tber
eine in der Leiterplatte 11 der Hauptplatine MB aus-
gebildete Busleitung, so dal} sie als ein integriertes
System arbeiten.

[0029] Auf der Busleitung der Hauptplatine werden
in jeder Signalleitungsschicht oftmals Hochgeschwin-
digkeits- und Hochfrequenzsignale gesendet/emp-
fangen, so dafs am Abschluf3abschnitt der Busleitung
eine Hochgeschwindigkeits-Schottkydioden-Anord-
nung (AbschluBwiderstand) installiert sein muf, da-
mit die Reflexion der gesendeten Hochfrequenzsig-
nale nicht auftritt. Deswegen wird eine vorgegebene
Regel fur die Steckplatzeinschubpositionen der Toch-
terplatinen DB fur die Hauptplatine definiert, um die
Laufrichtung der Signale zu definieren. Mit anderen
Worten, eine CPU-Platine fir die Ausfiihrung einer
Hochgeschwindigkeits-Arithmetikverarbeitung  und
zum Senden eines Referenztakts an jede Tochterpla-
tine wird in dem am weitesten stromaufseitig befindli-
chen Steckplatz installiert, wobei dieser Steckplatz
als Systemsteckplatz definiert ist, wahrend das ande-
re Ende, d. h. der am weitesten stromabseitig befind-
liche Steckplatz, als Abschluf3steckplatz definiert ist.

[0030] Fig.2 zeigt eine Hauptplatine, bei der das
linke Ende der Systemsteckplatz S1 ist und das rech-
te Ende der Abschluf3steckplatz S8 ist. Die Hauptpla-
tine MB der Erfindung besitzt keinen AbschlufRwider-
stand, der wie in einer herkdbmmlichen Hauptplatine
in der Nahe des Abschlul3steckplatzes (S8 in dieser
Ausfuhrungsform) installiert ist.

[0031] Eig. 3 zeigt eine Hauptplatine MB, gemaf ei-
ner bevorzugten Ausfihrungsform der erfindungsge-
maRen Hauptplatine MB in einer Draufsicht der
Hauptplatine nach Fig. 2, wobei die Anschlu3bezie-
hung mit anderen Tochterplatinen DB dargestellt ist.
Wie in Eig. 3 gezeigt ist, bildet die Hauptplatine MB,
ein integriertes System, in dem die obengenannten
Tochterplatinen DB, bis DB, mit unterschiedlichen
Funktionen Gber Verbinder mit der Hauptplatine ver-
bunden sind. In dem AbschluRsteckplatz S8 auf der
Hauptplatine MB, ist Uber einen Verbinder eine Ab-
schluf3platine TB,, auf der eine Hochgeschwindig-
keits-Schottkydiode angebracht ist, angeschlossen.

[0032] Fig. 4 zeigt eine vierseitige Ansicht der Ab-
schluf3platine TB,, die einen Aufnahmeverbinder 21,
der mit Steckverbindern 12 verbunden werden kann,
die jeden Steckplatz der Hauptplatine MB, bilden,
und eine AbschluRBwiderstandskarte 30 umfaldt. Der
Aufnahmeverbinder 21 enthalt einen J1-Verbinder
mit 5 Zeilen in Querrichtung x 25 Spalten in Langs-
richtung einer Kontaktmatrix sowie einen J2-Verbin-
der mit 5 Zeilen in Querrichtung x 22 Spalten in
Langsrichtung einer Kontaktmatrix, die vertikal ver-
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bunden sind und zu einem einzigen Aufnahmeverbin-
der integriert sind, wie in Fig. 4 gezeigt ist. In dem
J1-Verbinder, der am Boden angeschlossen ist, ist
der Einschubfehler-Verhinderungskeil Ky unter Ver-
wendung der drei mittleren Spalten der 25 Spalten in
Langsrichtung angebracht, wobei dieser Keil Ky mit
dem Keil K, der am Steckverbinder 12 der Hauptpla-
tine MB, installiert ist, verbunden ist, so daR eine ver-
tikal umgekehrte Verbindung verhindert wird, wenn
die Abschluf3platine (Tochterplatine) angeschlossen
wird. In jedem Steckverbinder sind die Zeilen an bei-
den Enden (v-Zeile und f-Zeile) Stiftzeilen, die nicht
verwendet werden.

[0033] Die AbschluBwiderstandskarte 30 umfaft
eine kompakte Leiterplatte 31, Hochgeschwindig-
keits-Schottkydioden 32 (U1-U7 in Fig. 4), die auf der
Platte angebracht sind, und Chip-Kondensatoren 33
(C1-C9in Fig. 4), die Hochfrequenzsignale absorbie-
ren, die an jede Busleitungsschicht gesendet wer-
den, damit eine Stirnflachenreflexion nicht auftritt.
Die AbschluRwiderstandskarte 30 umfal3t wie andere
Tochterplatinen AbschluRanordnungen und wird par-
allel zu den anderen Tochterplatinen DB,-DB; instal-
liert, indem sie mit dem Aufnahmeverbinder 21 mit-
tels Léten senkrecht zur Hauptplatine MB, mit dieser
verbunden wird.

[0034] Wie oben erwahnt, ist die Hauptplatine MB,
durch Verbinden der Abschluf3platine TB, mit dem
letzten Steckplatz S8 der mehreren Steckplatze
S1-S8 fir die Verbindung von Tochterplatinen Gber
einen Verbinder konfiguriert, um die Reflexion der
Busleitung zu verhindern. Daher ist es nicht notwen-
dig, den AbschluRwiderstand direkt an der Hauptpla-
tine zu installieren, wodurch entweder der Montage-
raum auf der Hauptplatine erhéht oder die Grolie der
Hauptplatine verringert werden konnen. Die Ab-
schluf3platine TB, ist parallel zu anderen Tochterpla-
tinen DB,-DB; installiert. Somit stort die Abschluf3pla-
tine TB, die anderen Tochterplatinen nicht und steht
nicht zur anderen Seite oder in Tiefenrichtung der
Hauptplatine MB, vor, so daf} das System kompakte
Abmessungen besitzt.

[0035] Wie aus der obigen Beschreibung hervor-
geht, ist die AbschluRplatine TB, in bezog auf die an-
deren Tochterplatinen auf der AbschluRseite instal-
liert. Wenn somit fiinf Tochterplatinen DB, bis DB,
die beispielsweise ein System bilden, vorhanden
sind, kann die Abschluf3platine TB, mit dem Steck-
platz S8 wie in der obigen Ausflihrungsform verbun-
den werden, sie kann jedoch ebensogut mit den
Steckplatzen S6 oder S7 verbunden werden. Da-
durch wird die Flexibilitdt der Abschluf3platinen-In-
stallation unter Verwendung eines Aufnahmeverbin-
ders 21 erweitert.

[0036] Die Fig. 5(A) und Fig. 5(B) zeigen in Drauf-
sichten eine Hauptplatine MB, gemaR einer weiteren

bevorzugten Ausfuhrungsform der Hauptplatine MB,
in der die Anschluf3beziehungen mit anderen Toch-
terplatinen DB wie in Fig. 4 dargestellt sind. Wie die
Fig. 5(A) und Fig. 5(B) zeigen, bildet die Hauptplati-
ne MB, ein integriertes System, in dem die Tochter-
platinen DB, bis DB, mit den obenerwahnten Funkti-
onen in die Steckplatze S1-S8 auf der Vorderseite
der Hauptplatine MB,, Giber Verbinder eingesetzt sind.
Auf der Riickseite der Hauptplatine MB, ist ein Steck-
verbinder 15 mit P1- und P2-Verbindern Ricken an
Rucken mit dem Steckverbinder des Abschlu3steck-
platzes S8 installiert und an die Hauptplatine in der
Weise angel6tet, dal die Stiftmatrix zum Steckplatz
S8 spiegelsymmetrisch ist. Eine Abschluf3platine TB,
oder TB, fur die Montage der Hochgeschwindig-
keits-Schottkydioden-Anordnung ist mit dem Steck-
platz S9 Uiber den Steckverbinder 15 verbunden.

[0037] Fig. 6 zeigt eine vierseitige Ansicht der Ab-
schlufiplatine TB, nach Fig. 5(A), wobei die Ab-
schluf3platine TB, einen Aufnahmeverbinder 22 und
eine AbschluRwiderstandskarte 30 umfaldt, die derje-
nigen, die oben beschrieben worden ist, vollig gleicht.
Der Aufnahmeverbinder 22 umfal3t einen J1-Verbin-
der und einen J2-Verbinder, die dem Aufnahmever-
binder 21 der obigen Ausfihrungsform véllig glei-
chen. In dem Aufnahmeverbinder 22 sind der J1-Ver-
binder und der J2-Verbinder des Aufnahmeverbin-
ders 21 um 180° gedreht, wobei das Drehzentrum die
Achse ist, die durch das Zentrum der Verbindungs-
stirnflache des Verbinders verlauft und zur Verbin-
dungsstirnflache senkrecht ist (fir den J1-Verbinder
ist diese Achse in den Fig. 4 und Fig. 6 durch P ge-
zeigt), wobei in diesem Zustand der Aufnahmever-
binder 22 mit der AbschluBwiderstandskarte 30 aus
der Richtung, die der obenerwahnten ersten Ausflih-
rungsform entgegengesetzt ist, verlétet wird, um ei-
nen integrierten Aufnahmeverbinder 22 zu schaffen.

[0038] Der Aufnahmeverbinder 22 und die Ab-
schlufiplatine TB, mit dieser Konfiguration sind zu
dem Aufnahmeverbinder 21 bzw. zu der Abschluf3-
platine TB, (oder den Tochterplatinen), die im Steck-
platz S8 auf der Vorderseite der Hauptplatine instal-
liert sind, spiegelsymmetrisch. Die P1- und P2-Ver-
binder (Steckverbinder), die im Steckplatz S9 auf der
Ruckseite der Hauptplatine installiert sind, sind eben-
so wie die J1- und J2-Verbinder gedreht, so dal? die
P1- und P2-Verbinder zum Steckverbinder 12 des
Steckplatzes S8 im wesentlichen spiegelsymmet-
risch sind, wodurch die Kompatibilitat bei der Keilver-
bindung aufrechterhalten wird.

[0039] Bei der wie oben konfigurierten Hauptplatine
MB, ist der Steckplatz S9, der zum Steckplatz auf der
Vorderseite der Platine im wesentlichen spiegelsym-
metrisch ist, auf der Riickseite des letzten Steckplat-
zes S8 ausgebildet, wobei die AbschluRplatine TB,,
die eine Reflexion am Abschlul3 jeder Busleitungs-
schicht verhindert, mit dem Steckplatz S9 verbunden
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ist. Da es nicht notwendig ist, den AbschlufRwider-
stand auf der Hauptplatine anzubringen, kénnen ent-
weder der Montageraum auf der Hauptplatine erhdht
oder die GréRRe der Hauptplatine verringert werden.
AuRerdem ist diese AbschluBBplatine TB, auf der
Rickseite der Hauptplatine MB, installiert, weshalb
samtliche Steckplatze effektiv genutzt werden kon-
nen, ohne daf} ein Steckplatz (S1-S8) auf der Vorder-
seite der Hauptplatine belegt wird.

[0040] Fig. 7 zeigt eine vierseitige Ansicht der Ab-
schluf3platine TB, nach Eig. 5(B), die einen Aufnah-
meverbinder 23 und eine AbschluRBwiderstandskarte
30 umfal¥t, wobei die letztere jenen der obigen Aus-
fuhrungsformen voéllig gleicht. Der Aufnahmeverbin-
der 23 umfat einen J11-Verbinder und einen
J21-Verbinder, die die gleichen Kontakt- und Keilan-
ordnungen wie der obenerwahnte Aufnahmeverbin-
der 22 besitzen. Dieser Aufnahmeverbinder 23 ist in
einer Ebene ausgebildet, wobei die Verbindungsebe-
ne mit der AbschluRwiderstandskarte 30 zur Verbin-
der-Verbindungsachse senkrecht ist und wobei der
Aufnahmeverbinder 23 mit der AbschluBwider-
standskarte 30 verldtet ist, um einen integrierten Auf-
nahmeverbinder 23 zu schaffen.

[0041] Die AbschluBplatine TB,, die diese Konfigu-
ration besitzt, ist mit dem Steckverbinder 15 des
Steckplatzes S9 verbunden, der auf der Rickseite
der Hauptplatine MB, installiert ist, so dal® die Ab-
schluBwiderstandskarte 30 parallel zur Hauptplatine
11 installiert ist und die Hauptplatine MB, gemaf die-
sem Format konfiguriert ist. Daher kann eine Wirkung
ahnlich jener erzielt werden, die in den in den
Fig. 5(A) und Fig. 6 gezeigten Ausfiihrungsformen
erhalten werden, indem die Grofle des Systems
durch Verringern der Tiefe der Hauptplatine verrin-
gert werden kann.

[0042] Wie aus der obigen Beschreibung hervor-
geht, kdnnen erfindungsgemal die Steckverbinder
12 und 15, die an der Hauptplatine installiert werden
sollen, unter Verwendung derselben P1- und P2-Ver-
binder in jeder Ausfliihrungsform konfiguriert werden,
ferner kann die AbschlufRwiderstandskarte 30, die
jede AbschluRplatine TB, bis TB, bildet, unter Ver-
wendung derselben Platine konfiguriert werden. Da-
her kann eine hochgradig flexible Hauptplatine mit ei-
ner einfachen Konfiguration je nach zu konfigurieren-
dem System geschaffen werden.

[0043] Nachdem die Erfindung nun beschrieben
worden ist, ist klar, daR sie in vielen verschiedenen
Weisen ausgefiihrt werden kann. Diese Abwandlun-
gen werden nicht als Abweichung vom Erfindungsge-
danken und vom Umfang der Erfindung angesehen,
statt dessen sollen alle derartigen Abwandlungen,
die fur den Fachmann offensichtlich sind, im Umfang
der folgenden Anspriiche enthalten sein.

[0044] Diese Anmeldung beansprucht die Prioritat
von JP 11-213971-A, eingereicht am 28. Juli 1999,
die hiermit durch Literaturhinweis eingefligt ist.

Patentanspriiche

1. Hauptplatine, mit einer Platte (11), mehreren
Verbinderelementen (12), die auf der Platte (11) in-
stalliert sind, und einer Busleitung, die auf der Platte
(11) ausgebildet ist, um die mehreren Verbinderele-
mente (12) miteinander zu verbinden, um mehrere
Tochterplatinen (DB), die mit den mehreren Verbin-
derelementen (12) verbunden sind, tber die Buslei-
tung miteinander zu verbinden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mit einem Verbinderelement (12) der
letzten Stufe der Busleitung unter den mehreren Ver-
binderelementen (12) eine Abschluplatine (TB) ver-
bunden ist, die einen AbschluBwiderstand besitzt, um
das Reflexionsrauschen der Busleitung zu verrin-
gern, wobei die mehreren Verbinderelemente (12),
mit denen die Tochterplatinen (DB) verbunden sind,
in einer Reihe auf der Vorderseite der Platte (11) in-
stalliert sind und das Verbinderelement (12) der letz-
ten Stufe, mit dem die AbschluBplatine (TB) verbun-
den ist, an der Ruckseite der Platte (11) installiert ist.

2. Hauptplatine nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verbinderelement (12) der
letzten Stufe Ricken an Ricken zu demjenigen Ver-
binderelement (12) installiert ist, welches von den in
einer Reihe auf der Vorderseite der Platte (11) instal-
lierten Verbinderelementen (12) an der letzten Stufe
der Busleitung positioniert ist.

3. Hauptplatine nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tochterplatinen (DB) und die
AbschluBplatine (TB) sich in einer Richtung senk-
recht zur Hauptplatine (MB) erstrecken, wenn sie mit
den Verbinderelementen (12) verbunden sind.

4. Hauptplatine nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tochterplatinen (DB) sich in
einer Richtung senkrecht zur Hauptplatine (MB) er-
strecken, wenn sie mit den Verbinderelementen (12)
verbunden sind, und die AbschluBplatine (TB) sich in
einer Richtung parallel zur Hauptplatine (MB) er-
streckt, wenn sie mit dem Verbinderelement (12) ver-
bunden ist.

5. Hauptplatine nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der am weitesten stromauf-
wartigen Position der Busleitung in bezug auf die
mehreren Verbinderelemente (12) eine Tochterplati-
ne (DB) angeschlossen ist, die eine CPU-Karte zum
Ausfuhren von Hochgeschwindigkeits-Arithmetikver-
arbeitungen und zum Senden von Referenztaktsig-
nalen an jede Tochterplatine (DB) umfalf3t.

6. Hauptplatine nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mehreren Verbinderelemente
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(12) einschlieRlich des Verbinderelements (12) der
letzten Stufe in einer Reihe auf der Vorderseite der
Platte (11) installiert sind und das Verbinderelement
(12) der letzten Stufe an der Endposition der Platte
(11) installiert ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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Fig. 4
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Fig. 6
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